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壹、目的 

中國大陸於 2016 年啟動「十三五」規劃，前瞻 2020 年的發展願景，

強調創新是引領發展的第一動力，訴求是讓創新貫穿所有工作，特別是

推動制度創新與科技創新、中國大陸的高新科技園區、大學科技園與創

新創業服務機構都在扮演促進科技成果轉化帶動經濟成長的關鍵角色，

形塑發展動力。不論是從兩岸科技、經濟、產業發展的角度來看，還是

從深入借鏡其推動措施的層面來看，都值得深入考察，以瞭解其面臨問

題與運作機制的實際情況。 

科技部新竹科學工業園區管理局，為瞭解安徽高新開發區現狀及招

商規劃與策略，並瞭解合肥市成為大陸新興光電及積體電路產業基地的

現狀及發展方向，特別是光電大廠京東方面板的投產所吸引積體電路產

業西進對國內之影響，管理局特配合科學園區同業公會的安排赴大陸合

肥考察，期以實際考察所得經驗及蒐集之相關資料，作為科學園區發展

策略之參考。 
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貳、參訪程過程及記要 

  安徽省合肥市為響應「十三五」規劃及前瞻2020年的發展願景，對合

肥高新區提出的「建設中科智城、打造江淮矽谷」的戰略要求，合肥高

新區以建設創新能力強勁，其中高端產業發達、國際化較高、新人才聚

集、產業上中下游帶動能力強、人居環境優美，具有高新技術產業特色

的現代化科技新城為目標，以國際視野和世界眼光編制城市規劃。 

  預計到2020年，合肥高新區的中科智城其發展的目標，將爭取進入國

家自主創新的戰略布局，吸引科技型企業總數達到10,000家，形成若干

個在全國擁有技術主導權的特色產業集群，並引進50家跨國公司在中科

智城設立研發中心，與國內外知名高校和科研院所共建產業技術研究院

達20家，產業創新體制取得改善。 
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圖一、合肥新站高新技術產業開發區引進之產業 

合肥新站高新技術產業開發區位於合肥市東北部，是合肥”1331”

空間發展戰略中北部組團和東部組團的重要組成部份，轄區面積 205平

方公里，常住人口約 40萬。目前新站高新區是國家首批戰略性新興產業

集聚發展基地，亦是大陸國內唯一的新型平板顯示國家新型工業化產業

示範基地，全省唯一的新一代信息技術國家科技創新基地，海峽兩岸青

年創業基地，目前正在建設三城三區一基地(產業新城、生態新城、智慧

新城；國家產城融合示範區、國家高新技術產業開發區、國家生態工業

示範區及高教基地)。 
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圖二、合肥新站高新技術產業開發區區位圖 

合肥新站高新技術產業開發區位優勢：合徐、合六葉高速公路正穿

越區而過，可連接京台、滬蓉、滬陝高速公路，高新技術產業開發區南

部可緊鄰合肥火車站，距離合肥新橋國際機場僅 30分鐘車程。區內交通

路網順暢通達，建設中的合肥軌道交通 1號線、3號線、4號線、5號線、

6號線未來亦將穿越產業開發區運行。 

合肥新站高新技術產業開發區目前係以”芯、屏、器、合”產業為

發展重點，打造出具備國際影響力的戰略性新興產業集群，並持續提升
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高端現代服務業配套實力，進而打造宜居宜業的產業新城。 

其”芯、屏、器、合”產業為發展重點分別如下： 

“芯”係以半導體產業為發展主力，其中晶合晶圓公司(力晶半導體與合

肥政府合資成立)、新滙成金凸塊封測項目即將投產，未來期再吸引設計、

材料、裝備、封測、應用產業鏈，成為國內集成電路產業發展重鎮。合

晶公司是安徽省首條 12英吋積體電路代工生產線，為目前安徽省高端積

體電路核心製造的”零突破”。項目主要生產面板用驅動 IC，後期將新

增更多產品的代工業務，目前國內半導體設計公司如聯詠、天鈺、奇景

光電..等公司，基於就近提供面板所需驅動 IC考慮未來至合晶公司下片

生產。合晶公司總體規劃設計產能為 16萬片/月，目前一期設計規劃產

能為 4萬片/月。未來目標將在 5年內推動合肥市面板驅動 IC自製國產

化率從零提升至 30%，同時將帶動上、下游產業集聚，打造成為大陸重要

的積體電路產業基地。 
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圖三、晶合晶圓公司規劃圖 

圖四、參訪合肥晶合晶圓公司 
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行程另參訪合肥新匯成微電子公司，其主要係為服務顯示

器驅動 IC 後段封裝及測試代工服務而設立，其中產品包括驅

動 IC 封裝前段之金凸塊製程與後段之 TCP 及 COG 封裝。目前合

肥新匯成微電子公司，其封裝完成驅動 IC 的客戶，仍以供應

京東方為主，且隨顯示面板世代提升有增加之趨勢。  

 

圖五、參訪合肥新匯成微電子公司  

https://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/WikiViewer.aspx?Title=%u986F%u793A%u5668
https://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/WikiViewer.aspx?Title=%u986F%u793A%u5668
https://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/WikiViewer.aspx?Title=%u986F%u793A%u5668
https://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/WikiViewer.aspx?Title=%u51F8%u584A
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圖六、參訪合肥新匯成微電子公司產品運用圖  
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圖七、合肥新匯成微電子公司營運項目  

 

圖八、參加合肥新匯成微電子公司開幕貴賓合影  
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“屏”，係以面板產業為主，其中京東方 6代、8.5代線已滿產， 

目前全球首條 10.5代線以及康寧公司 10.5代液晶玻璃生產亦鄰近於

高新技術產業開發區，其發展願景希望能引領業界趨勢，創造由”沙子

到顯示面板產業整機”的全產業鏈連結。 

 

圖九、京東方 10.5代液晶玻璃生產廠房 

“器”，主耍以智能裝備製造、汽車零件產業、太陽能產業發展為

主。 

1.太陽能新能源產業。 

2015年光伏新能源產業增加值 73.96億元。以晶澳太陽能、海

潤光伏、陽光電源，美國 3M等企業和項目為龍頭的太陽能光伏產業

鏈初步形成。光伏接入系統逆變器生產技術和市場占有率美國領先。

我市光伏企業在國內投資建設的光伏電站已達 1000MW。 

2.汽車及零件產業 
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2015年規模以上汽車及零部件產業增加值 174.22億元。擁有規

模以上汽車整車及改裝車生產企業 11家，汽車零部件企業 330多家，

江汽、安凱、昌河等汽車產量達 47.29萬輛。 

3.智能裝備製造業 

2015年規模以上裝備製造業增加值 350.18億元。堆高機、液壓

機和包裝檢測設備生產位於全國前列。擁有日立建機、合力堆高機、

熔安動力、佳通輪胎、大陸馬牌輪胎等知名企業。全國最大的挖掘機、

堆高機、輪胎生產基地之一。 

“合”，圍繞城市綠廊以及”三河四湖一渠”的生態優勢，建設五

大生態工程，加快現代化數位智慧醫院，另在人才吸引配套方面，台灣

康橋國際學校及人才公寓等設施建設，以期打造高端人才生活國際社

區。 

合肥高新區未來仍將針對家電、汽車、半導體、光電等主導產業，

繼續實施「重點企業發展計畫」，集中資源，重點支持。促進龍頭企業

增產擴能，促進企業提升關鍵技術設計能力、提高製造品質，並大力推

動企業發展高附加價值新產品，如裝備製造、電子信息、新能源、新材

料、生物醫藥等為重點，瞄準世界500強、中國500強、上市公司、央企、

知名民企，加速引進一批科技含量高、研發實力強的大中型企業或項目，

提大招引進企業的「技術含量」和「單位體積」，其中台灣晶合公司(積
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體電路製造)、新匯成公司(積體電路晶圓級封測)亦為合肥市近年來為打

造積體電路產業鏈所提供優惠政策吸引至合肥市投資設廠的台資企業。 
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參、心得及建議事項 

基於產業的快速發展，合肥市集成電路產品市場需求超過 300億元

人民幣的規模，吸引了力晶科技、通富微電、群聯電子、兆易科技、君

正科技、敦泰電子等近百家積體電路企業集聚發展，希望形成完善的產

業鏈條。 

   依國內研究機構資料顯示，中國已成為全球積體電路市場需求規模第

一的國家，2016年中國IC市場達到近900億美元，但國內自行生產的比率

目前僅維持17~18%左右且製程能力尚待突破。近期，以大陸最大晶圓製

造商中芯國際（SMIC）積極宣示在 2017 年中將衝刺 28 奈米製程，並

且進一步擴張產能。但是，從日前所提出的財報顯示，其 2016 年第 4 季

的 28 奈米製程營收，僅佔整體營收的 3.5%，相較國內晶圓製造龍頭台

積電 2016 年財報中所揭露，台積電 28 奈米以下先進製程佔據晶圓代

工營收的 56%，其中 16/20 奈米製程、28 奈米製程各佔營收的比重為 

31%、25% 的情況來說，外資認為，中國發展高階製程還有一段長的路要

走。 

   就全球市場來觀察，根據統計 2016 年中芯國際 28 奈米晶圓產能，

全球佔比不足 1%，與 28 奈米製程市佔率分別為 66.7%、16.1% 與 8.4% 
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的前三大晶圓製造廠商商台積電、格羅方德 （Global Foundries）、聯

電等企業相比，仍有相當大的差距。 

  根據外電報導，雖然中芯國際的 28 奈米處於快速成長階段，預期 

2017 年底在 28 奈米的季營收佔比將接近 10%。但從產品規格來分析，

其多偏向中低階的 28 奈米 Ploy/SiON 技術，而在高階的 28 奈米 

HKMG 製程的良率一直不如預期的情況下，中芯國際在 2017 年能否在 

HKMG 製程上如預期放量成長，乃是外界觀察重點之一。 

  投資機構德意志銀行前不久就發布研究報告表示，中芯國際的 28 奈

米晶圓不論在回報率、價格及毛利上都遇到挑戰。因此，預期 2017 年

到 2019 年 28 奈米晶圓將經營虧損。同時，雖然客戶未來 3 年對 28 

奈米晶圓的需求強烈，但中芯國際的 28 奈米晶圓生產緩慢，高階技術

門檻令其生產線缺乏競爭力，產品將持繼降價。 

  此外，在聯電獲准授權 28 奈米技術給予子公司廈門聯芯積體電路製

造之後，聯芯的 28 奈米預計 2017 年第 2 季開始導入量產，將搶攻中

國手機晶片市場。而在預計在廈門聯芯進入 28 奈米製程之後，展訊、

聯發科這兩大 IC 設計大客戶會陸續轉移 28 奈米生產訂單至廈門聯

芯。 

  同時，因為聯電的良率明顯比中芯國際的穩定，而這個製程又是中階

手機晶片和高階網路晶片的所採用的主力製程。因此，屆時廈門聯芯勢



16 
 

必會搶奪中芯國際的市佔率。這對於中芯國際來說，則又增加了一個需

要面對的問題。 

圖十、大陸半導體製程技術分析圖 
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圖十一、大陸半導體供需圖 
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但因大陸目前因產能、良率及製程技術仍落後台灣及南韓，且基於市

場需要及國家政策而積極發展半導體產業，近期產能大開、擴廠消息頻

繁，先前國際半導體協會（SEMI）預估，未來兩年(2017~2018)新建的 19 

座晶圓廠有 10 座就建於大陸。但據國際半導體協會（SEMI）最新數據，

預估 2017 年到 2020 年未來四年將有 62 座新晶圓廠投產，其中將有

四成晶圓廠共 26 座新晶圓廠座落大陸，美國將有 10 座位居第二，台

灣估計也會有 9 座。SEMI 估計，新晶圓廠中將有 32% 用於晶圓製造、

21% 生產記憶體、11% 與 LED、MEMS、光學、邏輯與類比晶片等相關。 

圖十二、大陸半導體產業分析圖 
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而分析目前目前大陸半導體的供應鏈、技術、自主化仍有極大的成

長空間及找挑戰，因此從台灣、日本、韓國吸引人才、提供優惠政府吸

引產業至中國投資是目前最喜歡採取的措施之一。而中國大陸官方所推

出積體電路產業扶持政策，預計每年提供千億人民幣，預計以十年兆元

的規模推動包括半導體設計、製造、封裝、測試、核心機器設備及材料

等關鍵次產業的發展。就在此時，大陸工信部發佈公告，為落實大陸《中

國國家新興戰略產業發展規劃》，將成立總規模 300億元的北京市積體

電路產業發展股權投資基金，針對北京及中國全國積體電路產業中的龍

頭企業、重大專案和創新實體或平臺進行投資，支持重點企業的兼併重

組及進行海外收購，栽培具核心競爭力的大型業者。 

對於大陸以國家資本支持本土產業發展的企圖心以及其對整體產業

所造成的影響，台灣業界都印象深刻。不管是從早期的被動元件、印刷

電路板，到近期的 LED、太陽能、面板等產業，由於獲得大陸政府各種政

策措施及相關資金的奧援，使得全球產銷結構大幅改變，雖最終成效不

佳但是也讓在原有市場佔有一席之地的臺灣廠商進退維谷。 

事實上，半導體業也曾是大陸政府重點培育的領域之一，尤其從本

土產業鏈的建立、上下游整合以及轉型升級的角度，半導體都是重中之

重的領域。但在各種產業環境及技術水準的限制下，大陸發展得並不是
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很成功。如今其重整旗鼓，捲土重來，以較過去更大幅度的投資及輔導

力道投入，加上其下游終端產業已非昔日吳下阿蒙，許多資通訊產品全

球市占率已高居全球前列，在上下游緊密配合下，將更有利於其上游半

導體產業的發展，對臺灣半導體產業將逐漸形成威脅，並將更進一步衝

擊到下游產業。 

而大陸為其半導體產業發展，目前係藉由終端產品吸引上中下游的

投資(如手機、液晶電視、安全監視設備等等)，並放棄傳統補助產業大

量擴廠方式，以透過吸引外資合作、資金支持、國內人才培訓與海外攬

才及強力招商等方式，以期技術快速提升同時達成自主生產的能力，減

少對國外半導體產業的依賴。 

圖十三、大陸半導體製發展策略圖 
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十四、大陸半導體製發展階段目標規劃 
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圖十五、大陸半導體製發展策略及投資方向 
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建議： 

   人無遠慮必有近憂，雖說臺灣半導體產業仍具有一定程度的優勢，但

領先幅度逐年縮小，再加上大陸政府在稅賦資金及本土內需市場上的各

種支持，對臺灣半導體產業將會造成一定的壓力。事實上，近年來在大

陸官方支援下，其部分半導體業者，如 IC設計領域，已有部分陸商對臺

灣業者產生威脅。可以預見的是，在大陸政府資金挹注下，中國大陸本

土 IC設計業者恐將持續對臺灣國內 IC設計相關業者造成競爭壓力。若

大陸本土 IC設計業因政策扶植而崛起，將間接帶動中國大陸半導體製造

與封測代工服務之市場，將可能提升臺灣業者佈局中國大陸市場之需求，

對政府的產業政策也將形成一定程度的考驗。因此必須先讓人才願意留

下來，整個經濟環境才有希望逐漸往好的方向改變，建議： 

一、個人方面: 

(一) 恢復員工分紅配股採面額扣稅。 

(二) 目前淨所得所得稅最高稅率由 40％升為 45％，不利具有高科

技背景海外人士回台工作，因為高所得者是經濟發展求之不得

的人才。 

(三) 員工分紅、現金增資、技術入股，及限制型股票等獎酬員工工

具，給予員工緩課稅優惠，讓員工取得股票時不致立即被課稅，

不要財務壓力太大賣股繳稅，享有一定年限緩徵，可增加留住

人才誘因。 
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二、在公司營業稅抵減方面: 

(一) 考量公司可長期投資與發展，有關設備投資抵減制度可考慮

重新恢復實施。 

(二) 對新創公司或國內重大經濟有貢獻者，應考慮一定年限內免

徵營所稅，以支持其在臺灣持續投資與發展。 

       三、在海外招商方面，往往受限於國外旅費之限制，無法參加國外知 

           名科技展以發掘具有潛力廠商，建議科技部應優先支持或寬列出國招 

           商及參觀海外科技展的費用。 

       四、人才會因薪資、福利等個人因素不可避免產生外流動狀況，此時如何 

           強化產學鏈結並發揮成效，使企業創造出更高的產品附加率進而提供 

           員工更好福利，留住優秀人才。 


